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AuBerlich passen Format und Anschliisse
baugleich zum historischen Vorbild — aber im
Inneren des aktuell von der Thales Group als
Ubergangsldsung nachgefertigten
Bundeswehr-Funkgerits SEM 80/90 werden
viele Funktionen von Software emuliert.

Embedded SoC erméglicht erméglicht Dank Video-Messmikroskop erreicht ein Neue Tools erleichtern Bestellvorgang: SMD-
headless Server-Losung mit Power-Zwerg Leiterplattenhersteller hohere Genauigkeiten Druckschablonen aus dem Online-Shop
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Nach seinen guten Erfahrungen mit SP1 setzt ein Schweizer EMS-Anbieter
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Die ALBA PCB Group ist eine Unternehmensgruppe mit
hochspezialisierter Technologie fiir Leiterplatten. Durch die
Biindelung unserer Starken und die Ausnutzung starker
Synergien in Kombination mit qualifizierten und motivierten
Mitarbeitern wird hervorragender Service geboten. Eigene
Fertigungsstétten im Bereich der Spitzentechnologie in
Europa und in Asien erlauben uns groBte Flexibilitat bei
hdchster Qualitat.

Weitere Informationen:
T: +49 (0) 6203 95880-0  E: info@alba-pch.de
W: www.alba-pcb.de
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